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製品捺印の印字仕様追加について（通知） 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、現在貴社にご採用いただいております製品捺印の印字仕様につきまして、下記の通りご連絡いた

します。内容をご確認いただき、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 
 

                                               敬 具 

－ 記 － 

１．対象品種 

MB85R256FPFCN-G-BNDE1 
MB85R256GPFCN-G-BNDE1 
MB85R4M2TFN-G-JAE2 
MB85R4001ANC-GE1 
MB85R4002ANC-GE1 
MB85R1001ANC-GE1 
MB85R1002ANC-GE1 

 

２．変更内容 

現行捺印仕様にFマークおよびJAPANの捺印のない捺印仕様を追加いたします（表-1）。 
なお、製品品質には影響はございません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 ３．変更適用日  

現行製品の捺印に加え、追加捺印仕様の製品を２０２３年 ７月 １日より納入いたします。 

以上 

表‐1）捺印仕様の変更一覧 


